


Zakladni desky 1




Zaklatni deski

e Anglycki: Moterboard

e zaklatni komponenta ozobniho pocytase

e Poskituje datova a napajeni rozhranni a
fizické uloseni pro jednotlivé komponendy

e Nekolikavrstevna deska (PCB) osasena
elektronyckimy obvoty a konektori



PCB

e Printed Circuit Board, deska tisténych spoju

e Soucast kazdé zakladni desky

e Na PCB se umistuji dalsi elektronicke
soucastky a konektory

e Podobna struktura u adaptéru
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PCB schéma




PCB funkce

1. mechanicka — udrzuje vSechny komponenty
fyzicky pohromadeé

2. elektronicka — poskytuje komunikacni
spojeni mezi jednotlivymi komponentami na

3. tepelna — slouzi k zakladnimu chlazeni
komponent



PCB struktura

e Povrchova ochranna vrstva — chrani desku pred
vnéjsimi vlivy, ochranny film, nastrik

e Signalova vrstva — zajist’uje logickou komunikaci,
tvorena tenkou vrstvou vodivého materialu, vétSinou
med

e Izolacni vrstva — odd€luje signalovou a zemnici vrstvu,
vetSinou z Preprogu (sklo-uhlikova vyztuz prosycena
polymerni matrici)

e Napjjeci-zemnici vrstva — zajiSt'uje zemnéni, napajeni a
odvod tepla, prevazné z médi

e Nosné jadro — zajist'uje mechanické vlastnosti desky



Zakladni desky

Odlisnosti v téchto vlastnostech:

1. rozmeéry desky

2. zpusob uchyceni a typ napajecich konektoru
3. vyrobce

4. vybavenost rozhranimi a paticemi procesoru
5. chipset

6. zpusob chlazeni komponent

7. moznost pretaktovani (souvisi s BIOSem

zakladni desky)



Form factor (nejobvyklejsi

typy)

e Nejpouzivanejsi:

o ATX (305 x 244 mm): Intel, 1995,
standard 1999

e micro-ATX (244 x 244 mm): zmensena o
25 %, méne slotu

e mini-ITX (170 x 170 mm): netbooky,
procesor priletovan

e BTX (nekompatibilni s ATX case): Intel,
2004, lepsi cirkulace vzduchu



Proudeéni vzduchu

ATX

e
—




Proudeéni vzduchu

BTX

Vstup
studeného
vzduchu




Form factor

e Pro servery
o EATX (305 x 330 mm): pro servery do
racku
o WTX (355,6 X 425,4 mm): pro tower
servery

e Obsahuji vice patic pro procesory, SATA

porty
pro disky, sloty pro pameéti



Form factor

Pro embedded zarizeni desky odvozené od
ITX:

1. mini-ITX (170 X 170 mm)

2. nano-ITX (120 x 120 mm)

3. pico-ITX (100 x 72 mm)

4. mobile-ITX (75 x 45 mm)

5. ETX (95 X 114 mm)



Form factor

Standard- ATX

Mlcro ATX

Pico-ITX
Nano-ITX



Rozhrani, interfaces

Rozsiruji funkce o dalsi moznosti
prostrednictvim konektori pripajenych na
PCB.

e I/0O back panel a front panel

e Socket, patice (procesor)

e Slot (rozsirujici karta, pameét)

e Konektor (USB, COM, LPT)



Sbérnice

e Sbeérnice ma za Ucel zajistit prenos dat a
fidicich povelli mezi dvéma a vice
elektronickymi zarizenimi.

e Paralelni sbérnice: skupina signalovych
vodicl, kterou lze rozdélit na skupiny
fidicich, adresovych a datovych vodic¢u

e Sériova sbérnice: sdileni dat a rizeni na
spole¢ném vodici (nebo vodicich)



Sbérnice

e Komunikacni linky realizované tisténymi
SpO]L.

e Na sbérnice se pomoci slotu se pripojuji
rozsirujici karty.

e Slouzi ke komunikaci mezi procesorem a
chipsetem, pameéti apod.

e Je také uvnitr procesoru.



Sbérnice

e Sbérnice (paralelni) ma tyto c¢asti:
o Tidici: pro ridici signaly
o adresova: prenos adres
o datova: prenos dat

e Sitka sbérnice je 32 ¢i 64 bith



Sbérnice

Délime ji na:

e systémova sbeérnice (CPU bus): propojuje
procesor, koprocesor, cache pamét, radic
cache pameti a operacni pameti

e rozsirujici sbérnice: pripojuje rozsirujici
karty



Sbérnice

Podle zptisobu prace:

e synchronni: pracuje synchronne s
procesorem (vétSina sbérnic)

e pseudosynchronni: dovoluje zpozdit prenos
udaju o urcity pocet taktu

e lokalni sbérnice: narocné operace s daty se
provadeji pres rychlou systémovou sbérnici
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Sbérnice

e ISA - starsi typ pasivni sbérnice

e PCI - novéjsi typ ,.inteligentni® sbérnice

e AGP - jednotcelova sbérnice urcena pro
pripojeni grafického rozhrani (karty)

e PCI-X - zpétneé kompatibilni rozsireni
sbérnice PCI

e PCI-Express (PCle) - nova sériova
implementace sbérnice PCI

e USB - sériova polyfunké¢ni sbérnice

e FireWire - sériova polyfunkéni sbérnice



ISA, EISA

Industry Standard Architekture, od IBM

e 1081 — 19903
e Drive oznacovana jako AT bus.
e 8 nebo 16 bitova sbérnice

e rychlost 8 nebo 16 MB/s
Extended ISA
e 32 bitova s teoretickou rychlosti 33 MB/s

Nastupce je PCI



PCI

Peripheral Component Interconnect, od r. 1993
Vlastnosti:

32 / 64 bitova sirka sbérnice, 33 ¢i1 64 Mhz
obnovovaci frekvence

teoreticka prenosova rychlost 133 (32 bit, 33
Mhz), 266 (64 bit, 33 Mhz) a 533 MB/s (64
bit, 64 Mhz)

napajeci napéti 3,3-5V

technologie Plug and Play



AGP

e Advanced Graphics Port (Accelerated
Graphics Port), od roku 1997

e Specializovana modifikace PCI pro graficke
karty

e Propustnost 2 GB/s



AGP

AGP 1x - 266 MB/s
AGP 2x - 533 MB/s
AGP 4x - 1066 MB/s
AGP 8X - 2133 MB/s

Nestandardni: 64-bit AGP, Ultra-AGP,
Ultra-AGPII, AGP Pro



AGP 15V I—"—’]

AGP Universal lﬁ]
AGP Pro 3.3V 1—"—“—“—’]
AGPPo15V 1—1_[‘—“—,]
AGP Pro Universal 1—1—“—‘]
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PCI Express, PCle

e odr. 2004, momentalné nejpouzivanéjsi
rozsSirujici sbérnice

e Sériovy prenos (zvysovani frekvence)

e Komunikacni pasmo je rozdéleno do kanalu
(linky, PCI Express lines)

e Fyzické rozhrani ma1i, 4, 8, 16 linek —
odliSna délka slotu (oznacujeme x1, x4, x16
atd.)

e Propustnost je 250 MB/s na jednu linku u
v1.X,v3.01 GB/s



PCI Express, PCle

e v3.0 ma 1 GB/s na jednu linku
o x16 tedy 16 GB/s

e v4.0 ma 2 GB/s najednu linku
o x16 tedy 32 GB/s
o zpetna kompatibilita
o zejména SSD NVME
o 2017

e v5.0 ma 4 GB/s na jednu linku
o x16 tedy 64 GB/s
o zejména ethernet a SSD, servery
o 2019
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Chipset, ¢ipova sada

Integrované obvody, které zajistuji komunikaci

mezi jednotlivymi komponentami (procesor,

paméti, rozsirujici karty, BIOS a konektory)

Struktura

e systémovy radic: ridi spolupraci jednotlivych
obvodu zakladni desky

e Tradic sbérnice: zabezpecuje komunikaci mezi
systémovou a rozsirujici sbérnici

e buffer dat: slouzi k zachycovani dat a jejich
prepinani mezi datovymi sbérnicemi



Chipset, ¢ipova sada

e Vyrobci: Intel, Via, nVidia, AMD
e 2 koncepce:
« North-South bridge design (starsi)
« One chip design - soucasné chipsety



Chipset, ¢ipova sada

North-South bridge design

Clock
Graphics Generator
card siot

Frontside
bus

Memory Slots
High-speed
graphics bus

(AGP or PCI Northbridge Memory|
Express) i bus

(memory
controller hub)

Intemal
Bus
PCI
-y Onboard
Southbridge g graphics
(/O controller controller
hub

Cables and
ports leading
off-board

PCl Slots

Super /O

Serial Port

Paralfel P

Floppy C
Keyboard
Mouse




Chipset, Cipova sada

e North bridge obstarava vysokorychlostni
komunikaci s grafickou kartou, operacni
pameti a procesorem.

e South bridge obstarava komunikaci s
relativneé pomalymi rozsirujicimi kartami,
disky, radiCi externich rozhrani a ruznymi
mechanikami. Zprostredkovava sluzby
BIOSu.



Chipset, ¢ipova sada

South Bridge North Bridge

{

i
........




Chipset, Cipova sada

e Pokud je do severniho mostu integrovana
grafika — integrovany graficky procesor
(IGP — Integrated Graphics Processor)

e Pametovy radic (zajistuje komunikaci
procesoru s moduly operacni pameti) je
prestehovan do pouzdra procesoru



Chipset, Cipova sada

e Oba mosty integrovany do jednoho Cipu.
e VVyhody: malé rozmery, nizsi cena a
spotreba

e Nevyhody: omezena modularita a nizsi
vykon

e Uplatnuje se v: netbooky, routery, print
servery atd.



Chipset, ¢ipova sada
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Chipset, Cipova sada

Integrace pametoveho radice z North bridge
do procesoru

e Navysovani rychlosti sbernice mezi North
bridgem a procesorem

e Integrace North bridge do pouzdra
procesoru
e Nejedna se o One Chip Design



Chipset, Cipova sada
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Chipset, ¢ipova sada

Soucasne Cipsety - Platform Controller Hub

(Intel)

PCI-E Graphics
CPU | _ ]
| DDR3
| Memory
- ‘
DMI
.
Platform il Integrated
Displ
Controller Hub| P2
Display | | IME e e
|




Chipset, Cipova sada

e Platform Controller Hub (PCH) — centralni
rozbocCovac

e Urcité funkce severniho mustku (fadic¢
pameti, PCle grafiky) jsou integrovany do
procesoru.

e PCH prijal zbyvajici funkce (napr.
systemove hodiny) a pridal je k tradiCnim
funkcim jizniho mustku.



Chipset, Cipova sada

e Komponenty umisténe na PCB (v
samostatném Cipu Ci chipsetu)

e Vlastnosti:
1. nizsi vykon
2. komponenta je uziteCna co nejvetsimu

LA AV 4



Chipset, Cipova sada

e Grafika:
1. integrace grafickeho Cipu do North
bridge
2. graficka pamet v Casti operacni pameti
e /Zvukova karta
e Sitova karta
1. kabelovy ethernet (RJ 45)
2. bezdratova technologie wifi



